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Abwasserfreie Leiterplattenproduktion

Die Berliner Firma Conti Leiterplatten hat es, wie in der Maiausgabe kurz gemeldet, als erster Leiterplat-
tenhersteller in Deutschland geschaffi, ein Konzept zur Umriistung der Leiterplattenfertigung auf abwas-
serfreie und abfallminimierte Produktion umzusetzen. Seit August 1998 fillt bei diesem Unternehmen kein
Abwasser aus der Produktion mehr an. Die Einleitungsstelle in die dffentliche Kanalisation wurde versie-
gelt. Fiir diese Leistung hat Conti im Mdrz den Berliner Umwelipreis 1999 in der Kategorie ,, Umwelt-

und das Unternehmen kurz vorgestellt.

Ausgangssituation

Bei der Fertigung von Leiterplatten wird normaler-
weise eine grofie Menge an Wasser und speziell
Trinkwasser in vielen Spiilbadern verbraucht. Nach
einer aufwendigen und kostenintensiven Abwasser-
behandlung leitet man das Abwasser in die 6ffentli-
che Kanalisation ein. Hierbei sind die heute gelten-
den diversen gesetzlichen Auflagen oft nur schwer
zu erfiillen. Die Umweltgesetzgebung wird dariiber
hinaus in Zukunft sicher noch weiter verschirft
werden.

Das waren fiir Conti entscheidende Impulse, ein in-
tegriertes Konzept zur Umriistung der Leiterplat-
tenfertigung auf abwasserfreie, abfallminimierte
und damit trinkwassersparende Produktion zu reali-
sieren. Damit das erarbeitete Konzept erfolgreich
umgesetzt werden konnte, waren diverse Anderun-

Herr Contag, alleiniger Gesellschafter des Unterneh-
mens, bei der Auszeichnung
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freundliche Produktionsverfahren* erhalten. In diesem Beitrag werden das technische Konzept der Lisung

gen in der Produktion und bei den Anlagen notwen-
dig. Planung und Ideenfindung iibernahm das Um-
weltberatungs-Unternehmen UdA Consult. Es hat
malfigeblichen Anteil am Erfolg des Projektes.

Fertigungstechnik mit 5 ym-Kupfer-Basismaterial

In der Leiterplattenbranche wird tiblicherweise Ba-
sismaterial mit einer Grundkupferschicht von 18
oder 35 um verwendet, das nach chemischer Durch-
kontaktierung und Aufbringen des Leiterbildes gal-
vanisch verstirkt wird. Die Leiterbahnen werden in
der Regel mit Metallresist geschiitzt. Das nicht
bendtigte Grundkupfer wird abgeitzt.

Bei Conti hingegen wird jetzt generell bei allen
2-seitigen Leiterplatten und Multilayern Basismate-
rial mit 5 um Grundkupfer und 70 pm Kupfer-
Schutzfolie verwendet. Nach chemischer Durch-
kontaktierung und Aufbringen des Leiterbildes mit
Galvanoresist, wie vorher praktiziert, wird das Lei-
terbild nun mit der Solldicke von in der Regel 35um
galvanisch aufgebaut. Nach Strippen des Galvano-
resists kann dann das Differenzitzverfahren einge-
setzt werden. Es werden lediglich 5um Kupfer mit
salzsaurer Atzlosung abgeitzt,

Vor- und Nachteile

o Aufgrund der wesentlich geringeren Unterétzung kon-
nen mit diesem Herstellungsverfahren sehr feine Lei-
terstrukturen verwirklicht werden, was einen erhebli-
chen Qualititssprung zur Folge hat.

o Die Kanten der Leiterziige sind oben abgerundet, wo-
mit die Qualitédt beim Aufbringen der Létstoppmaske
erhoht wird.

o Das Aufbringen und Strippen des Metall-Atzresists
entfillt vollig und somit auch viel umweltkritische
Prozefichemie, aufwendige Spiiltechnik mit anschlie-
Bender Spiilwasser-Reinigung.
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